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二、说明、目录、图表目录

      光刻胶是利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等工艺将所需要的微细图形从掩模版（mask

）转移到待加工基片上的图形转移介质，其中曝光是通过紫外光、电子束、准分子激光束

、X 射线、离子束等曝光源的照射或辐射，从而使光刻胶的溶解度发生变化。光刻胶主要用

于微电子领域的精细线路图形加工，是微制造领域最为关键性的材料。光刻胶 1959 年被发明

以来，就成为半导体工业最核心的工艺材料。随后光刻胶被改进运用到印制电路板的制造工

艺，成为 PCB 生产的重要材料。二十世纪九十年代，光刻胶又被运用到 LCD 器件的加工制作

，对LCD 面板的大尺寸化、高精细化、彩色化起到了重要的推动作用。  

      我国对光刻胶及专用化学品的研究起步较晚，国家非常重视，从&ldquo;六五计划&rdquo;

至今都一直将光刻胶列为国家高新技术计划、国家重大科技项目。尽管取得了一定成果，并

有苏州瑞红电子化学品有限公司和北京科华微电子有限公司实现了部分品种半导体光刻胶的

国产化，但技术水平仍与国际水平相差较大，作为原料的主要专用化学品仍然需要依赖进口

。

      2013年我国光刻胶行业产量约7.55万吨，同比2012年的6.42万吨增长了17.60%，2014年我国

光刻胶行业产量达到了8.68万吨。

      2014年我国光刻胶行业产量约8.68万吨，进口约0.59万吨，出口约0.14万吨，国内光刻胶行

业表现消费量约9.13万吨，近几年我国光刻胶行业市场需求情况如。

      内容选自智研数据研究中心发布的《2015-2022年中国光刻胶市场调查与市场年度调研报告

》由智研数据研究中心领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、

国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识

产权局、智研数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研

机构、行业协会组织的权威统计资料。

      报告揭示了光刻胶行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国光刻胶做了重点企业经营状

况分析，并分析了中国光刻胶行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司

领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有

极大的参考价值。
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据统计：全球光刻胶市场规模从2009年的51.8亿美元增长至2014年的70.2亿美元。

光刻胶是一种经过严格设计的复杂、精密的配方产品，由树脂、光引发剂、单体、添加剂等

不同性质的原料，通过不同的排列组合，经过复杂、精密的加工工艺而制成。

光刻胶发明后，首先被运用于军事、国防设备中高性能集成电路、光学、传感、通讯器材等

的加工制作，因此发达国家以前一直将光刻胶作为战略物资加以控制。

1994年巴黎统筹委员会（对社会主义国家实行禁运和贸易限制的国际组织）解散前，光刻胶

都被列为禁运产品。目前尽管放松了管制，但最尖端的光刻胶产品依然是发达国家管制对象

。

光刻胶是PCB、LCD和半导体等各应用行业的上游材料，一般相同用途的光刻胶，由于投资

大、市场比下游应用行业小，行业集中度非常高，只能有几家企业生存。

而就下游细分需求领域而言，2014年全球PCB领域光刻胶需求规模为17.2亿美元，占行业需求

总量的24.5%；LCD光刻胶需求市场规模为18.7亿美元，占行业需求总量的26.6%；半导体光刻

胶需求规模为16.9亿美元，占比为24.1%。

1、PCB光刻胶

PCB是组装电子零件用的基板，主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，是任何

电子设备或产品均需配备的关键电子互连件。PCB的终端应用市场，包括计算机、通讯、消

费电子、汽车、工业、医疗、军事、航空及半导体封装等，涵盖行业及用途非常广泛，成长

平稳，受单一行业或用途的波动影响较小。

目前全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中

比重最大的产业。近十年来，除2009年金融危机的影响，PCB市场基本保持稳定增长。



PCB光刻胶主要包括干膜光刻胶和光成像阻焊油墨。作为PCB上游材料的干膜光刻胶和光成像

阻焊油墨因为技术含量高、设备投资大、市场壁垒高、规模效应显著，所以行业集中度比较

高。全球干膜光刻胶厂家主要有7家，分别为台湾长兴化学、台湾长春化工、日本旭化成、日

本日立化成、美国杜邦、韩国KOLON，意大利莫顿公司，其中台湾长兴化学、日本旭化成、

日本日立化成这三家就占全球市场份额80%以上。全球光成像阻焊油墨市场的主要生产商有

日本太阳油墨、TAMURA制作所、欧洲HUNGTSUMAN、中国台湾永胜泰、无锡广信油墨（

台资）等公司，占据市场80%以上份额。光成像阻焊油墨种类多，高端产品和低端产品品质

差异大，低端市场由中小公司占据。

2、LCD光刻胶

彩色滤光片是液晶显示器实现彩色显示的关键器件，占面板成本的14-16%。彩色光刻胶和黑

色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料。彩色滤光片材料成本中，彩色光刻胶和黑色光刻胶

占整体成本的27%左右。

TFT-LCD产业链中，高附加值部分体现在两端，即原材料供给和终端产品销售，毛利率可以

达到50%以上。处于中间环节的制造附加值最低，毛利率在-25%-+30%之间，获得的附加值最

低，产业周期性波动较大。因此，就TFT-LCD产业链盈利能力来讲，彩色滤光片、彩色光刻

胶和黑色光刻胶、玻璃基板、液晶、背光源等上游材料公司具有显著的高附加值优势。

彩色光刻胶行业技术壁垒高。日本、韩国、台湾是彩色光刻胶的主要生产地区。主要生产商

有JSR、LG化学、CHEIL、TOYO INK、住友化学、奇美、三菱化学，占全球产量逾90%。近

几年，台湾达兴、新应材逐步进入彩色光刻胶行产业。中国在该领域目前处于起步发展阶段

。黑色光刻胶行业的集中度更高，日本和韩国是主要生产地区，主要生产商有TOK、CHEIL

、新日铁化学、三菱化学、ADEKA，占全球产量逾90%。

全球的彩色光刻胶和黑色光刻胶应用市场主要在LCD面板厂集中的韩国、台湾和日本；近年

来随着京东方、TCL等新建的LCD面板厂相续投产，中国彩色光刻胶和黑色光刻胶的使用量

逐渐增加。

3、半导体光刻胶

 

半导体光刻胶种类非常繁多，分类方法也较多。目前市场上已得到实际应用的主要半导体光

刻胶，从曝光波长来分，可分为g线（436nm）、i线（365nm）、KrF（248nm）和ArF（193nm

）等4个种类。实际上，这种分类也正反映了半导体光刻胶材料技术应对市场对半导体产品小

型化、功能多样化的要求，通过提高极限分辨率从而达到高密度集积的发展过程。曝光波长

是影响光刻胶极限分辨率的一个重要因子，随着曝光波长的缩短，光刻胶所能达到的极限分

辨率将得以提高，从而使得更高密度集积成为可能。目前分辨率最高的半导体光刻胶为ArF光



刻胶，它可以用来加工线宽至90纳米的微细线路。

半导体光刻胶和PCB光刻胶以及LCD光刻胶的构成基本类似，主要是由光刻胶树脂和光引发

剂组成。虽然在组成上，上述3种光刻胶基本类似，但在性能和价格方面，半导体光刻胶要远

远高于其他两类。半导体光刻胶使用的树脂和引发剂在性能、质量和规格等方面的要求极其

严格。
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